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GENERACION DE ARCHIVOS GERBER Y DE
PERFORACION PARA FABRICACION DE CIRCUITOS
IMPRESOS DE DOBLE CAPA EN ALTIUM DESIGNER

(Version 1.4)
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El principio mas importante en la
generacion de archivos Gerber es: Se
debe enviar al fabricante archivos que
incluyan graficamente lo que el
disefiador quiere que se “imprima” en
cada una de las caras del circuito.

Por lo tanto, si hay algun elemento
gue esté ubicado en una capa
diferente a las aqui mencionadas,
entonces dicha capa  debera
seleccionarse durante el proceso.

Para este proceso vamos a utilizar el

archivoDemo.PcbDoc

1. Después de cargar el programa,
hacemos “Clic” sobre la pestaia
“File” y elegimos el archivo PCB que
vamos a procesar.
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Antes de generar estos archivos, el
usuario debera haber chequeado la
tarjeta con las reglas de disefio de su
programa (DRC) y hacer los ajustes
necesarios de acuerdo a las capacidades
de produccion de MICROENSAMBLE
las cuales podra consultar en nuestro
sitio Web en la secciériCapacidades”

2. Después de abrir el archivo que
contiene la tarjeta debera hat€tic”
sobre la pestafidFile” y seleccionar
las opcioneSFabrication Outputs” y
“Gerber Files” en las respectivas
ventanas que se abran, como lo ilustra
la figura superior.



3.  Seleccionar las siguientes opcio

info@microensamble.com
Carrera 53 No 128 A - 51
Tel: 274 - 4209 / 274 - 4206

Bogotd, Colombia
www.microensamble.com

1ger Setup
es

en la pestaii&General” como se puedé
observar en la figura derecha.
Units:
@ “Inches”
Format:
@ 24

General |Laye|s Drill Drawing | Apertures | Advanced

\U

Specify the unite and foimat to be used in the output files.
Thiz controls the units [inches or millimeters], and the number of digits before and after the

decimal point.

Unil Format
(® Inches Q23
() Millimeters @%1

Ozs

The number format should be set to suit the requirements of pour Project.

The 2:3 format has & 1 mil resolution, 2:4 has a 0.1 mil resolution, and 2:5 has a 0.01 mil
resolution

It you are using one of the higher resalutions you should check that the PCB manufacturer
supparts that format

The 2:4 and 2:5 farmats anly need ta be chosen if there are objects on a grid finer than 1
il.

Hacer “Clic’ en la pestanz
“Apertures” y habilitar la opcion:

o~

Hacer “Clic” en la pestafz

“Advanced” y habilitar las siguientes

opciones: (Ver figura inferior)

Leading / Trailing zeroes:

@ “Supress Leading Zeroes”
Position on Film:

) “Reference

to relative

General| Lapers DrillDrawingEEl

O Embedded apertues [F52744] ApertulesList

[Code| Shape Usage ¥Size  |Y Sive

origins”
Plotter Type:
"] “Unsorted (raster)”
Batch Mode:
@ “Separate File by Layer”

Other:
& “Optimize
commands”.

change

Hole Size | % Offset

location

Gerber Setup

General | Layers | Duill Drawing | Apertures ."—'«dvancedl

Aperture b atching Tolerances
Fluz 0. 005l

kinus 0. 005l

Batch :?/
(& Mparate file per layer

() Panelize layers

) Center an film

Plottey
&) LMzorted [raster)

) Sorted [vector)

Other
[[1 G54 on aperture change

Film Size Leading/Traijp Zerces
¥ [horizontal] | 20000mil ] Exﬁing and trailing zemes
o [wertical) 1E000mil (&) Suppress leading zeroes
EBorder size 1000l ) Suppress krailing zeroes

Fuosition on Fil
] H;zéa to abzolute origin

(%) Reference to relative arigin

Frtimize change location commands

[] Use software arcs

[JiGenerate DRC Rules export file [[RLULE
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Gh1 Mechanical 1 ] [
Gh13 Mecharnical 132 [
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6. Hacer “Clic en la pestafa
“Layers” B GBS Para la capa de
Antisolder de la capa superior
ALTIUM Designer utiliza varias i ( GKO Para la capa ) ue
extensiones predeterminadas para los pa q

archivos que genera y que debemos
habilitar en las casillas de la columna
“Plot” , tal como se observa en la figura
superior.

7.
Ml GTL Para la capa superior
(TOP)
M GTO Para la capa de Silk
Screen o0 Leyenda superi¢fOP g

SILK SCREEN)

1 GTS Para la capa de Antisolder
de la capa superigfOP SOLDER
MASK)

M  GBL
(BOTTOM)

Bl GBO Para la capa de Silk
Screen o0 Leyenda inferior
(BOTTOM SOLDER MASK)

Para la capa inferior

contiene el corte externo y los
ruteos internos de la tarjeta.
(CUT y MILLING)

Deshabilitar cualquier Layer
gue este habilitado en las casillas
de las columnas“Mirror” vy
“Mechanical Layers”

Hacer “Clic” en “OK” para
generar los archivos. Estos se
encontraran en la carpeta donde
esta guardado el Proyecto.

Nota: Automaticamente se cargara
la utilidad “CAMtastic” si
habilitada en el programa.

esta
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Revision de los archivos Gerber generados:

I D®P  File Edit  Wiew Place Tools Rout  Analysis  Tables Macro  Reporks  Window  Help CAMtasticl .Cam?viewMame=CaMtasti = (30 ~ o

DNEH S L |® QY QEH & a3 @ b @y @ (- - [ -1 - -
CAMtastic
Céstd Editor -

B Demo PokDoc | | 35 CAMtasticl Cam *

Current Laver: demo. gko
Layer Hame

M demo.gtl

M demo.ghl
demo.gho
demo.gbo

M demogts

M demo.gbs

4 demo.gko

paEoqdD | saMoAR4

ODE Steps
curent step: cam_work

f{ cam_work,

Info @ | Drcfisg || Mets S3- Steps 55
d D10 FRectangle 0043300 0035400
. | Off - | Inch
2,605142:1, 322661

Systern | Design Compiler | Help | Instrifments | Chkdtastic || >

e ALTIUM Designer tiene esta 11 Para habilitar un Layer, pulse sobre
herramienta llamada“CAMtastic”, las casillas blancas ubicadas a la
gue es un visor de los archivos Gerber izquierda del nombre de la capa
para que el usuario los revise y corrija correspondiente.

los eventuales errores de disefio que se
hayan cometido. Esta utilidad se activa 12.Para cambiar el color de una capa,

inmediatamente (si esta habilitada) pulse sobre la casilla de color que esta

después de generar los archivos y ubicada a la izquierda del nombre de

muestra en pantalla todas las capas del la respectiva capa.

circuito alineadas en una pestafa

llamada “CAMtasticl” como o 13.Cuando termine de revisar las

muestra la figura de arriba. diferentes capas hag&lic’ sobre la
“X” de la ventana del menu de

10. Pulse el bot6riCAMtastic” como se “CAMtastic” para cerrarlo.

ve en la figura. Esto desplegara un

mend en el cual el usuario podra 14.Pulse sobre la pestafia

deshabilitar o habilitar Layers para ser “Demo.PcbDoc” para continuar con

desplegados en pantalla. el siguiente paso.



NC Drill Setup B %

[ Opfions |

MC Dill Format

Specify the unitz and format to be uged in the NC Drill output files.

Thiz contrals the units (inches or pfilimeters), and the number of digits befgre and after the
decimal point. X
Uitz Fiormnat
+) Inches Oz
&

D24

() Milimeters
025

The number format should be set to suit the requirements of your design. The 2.3 farmat
haz a1 mil resolution,

2:4 has a 0.1 mil rezolution, and 2.5 has a 0,071 mil regolution, If you are using one of the
higher rezolutions you

should check that the PCB manufacturer supports that format. The 2.4 and 2:5 formats

ohly need to be chosen

it there are holes on a arid finer than 1 mil.

Leading/Tiping Zerces Coordinate Positions
) Kegf leading and traling zeroes (&) zfe?{to abszolute origin
(%) Suppress leading zeroes (=) Berence to relative orgin

() Suppress hailing zeroes
Other
% plimize change location commands
[ Genera separate MC Drill files for plated & non-plated holes
[l Ugedrilled shat command [GE5)
enerate Board Edge B athz

Fout Tool Dia | 95mil
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15 Hacer “Clic” sobre la pestaia ¥ “Optimize change location
“File” 'y seleccionar las opciones commands
“Fabrication Outputs” y “NCdrill Wi Generaté Board Edge Rout
File” en las respectivas ventanas que Paths
se apran. Esta opcidn se debe habilitar si la
tarjeta tiene ruteos internos o

16. Habilitar las siguientes opciones
como se observa en la figura superior.

NC Drill / Units:
@ “Inches”
NC Drill Format / Units:
@ 2.4
Leading / Trailing zeros:
@ “Supress Leading Zeros”
Coordinate Positions:
@ “Reference to relative origins”

“Cutouts” definidos comd'Shape”
(contorno) de la tarjeta.
k1 Rout Tool Dia: 95 mil.

17. Hacer “clic” en *“OK” para
generar el archivoNC Drill. El
archivo quedard guardado como
“DEMO.TXT” en la carpeta donde se
encuentra el proyecto. Una vez
generado se abrira una nueva pestafa
“CAMtastic2” para Vvisualizar el
archivo generado. Ver figura inferior.



ERNNN
” = MTrCROoeENSsS3amaL e

v 0os m

info@microensamble.com
Carrera 53 No 128 A - 51
Tel: 274 - 4209 / 274 - 4206

Bogota,

Colombia

www.microensamble.com

Bioczr File  Edt  Wiew
J / Jj. _r »! '3
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Place Tools Rout Analysis  Tables Macro

g 53 L

A% Canttasticl Cam *

Reports  wWindow

Help

UEET e R AR

Systern | Design Compiler

Help
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En la figura se puede observar la
representacion grafica del archivo de
perforaciones en funcion de su diametro.
El usuario evaluara esta caracteristica
para determinar si corresponde a lo

disenado.
18.Ir al folder del proyecto. Alli
encontrara la lista de archivos

generados como se ve en la figura de
la derecha.

Como se puede notar, hay un archivo llamado
“Leame.txt” el cual sugerimos incluir con los
demas archivos que se envien para fabricacion a
MICROENSAMBLE, y deberd contener
informacion acerca del nombre de cada uno de
los archivos que esta enviando y la informacion
de la capa del circuito a que corresponde.

p—

J Demo
archivo  Edicion  Wer  Favoritos  Herramientas  Ayuda
? ' Blsqueda Carpetas Elv

cion |l C\Documents and Settings'alEscritorialDemo
4% Demo.DRL
3% Demo. GBL
A% Demo.GED
% Dema. GEP
4% Dema. GBS
A5 Demo. GKO
3% Demo.GTL
& Demo.GTO
5 Demo.GTS

Tareas de archivo ¥ carpeta A

__:) Crear nUueva carpeta
@ Publicar esta carpeta en Web

bt Compartic 2sta carpets

»

Otros sitios

(B} Escritaric
) Mis documentos i) Demo. TaT
) Documentos compartidos
J'- Mi PC

% Mis sitios de red

£

Detalles

B8 Demo. PcbDoc

EdgeRout, TXT

T
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_5‘: Leame.txt - Bloc de notas Q@E
Archiva  Edicidn  Formato  Wer Ayuda

M
- Demo. GEL Corresponde a la capa de cobre del lado de 1a =soldadura. r
- Demo.GTL Corresponde a la capa de cobre del Tado de Componentes.
- Demo.aTo Corresponde a la capa de leyenda del lado de Tos Componentes.
- Demo.GEBC Corresponde a la capa de Teyenda del Tado de Ta soldadura.
- Demo.aTs Corresponde a la capa de antisolder del lado de los componentes.
- Demo.GES Corresponde a la capa de antisolder del lado de la soldadura.
- Demo. GKD Corresponde a la capa gue contiene el corte externo de Ta tarjeta. J
- Demo. DRL Corresponde a la capa gue contiene la representacion grafica de las perforaciones)| i
- Demo-BoardedgerRout. T=T cCorresponde a la <apa gue contiene Tos ruteos especiales de Tla tarjeta.

Instrucciones especiales:

- Tener en Cuenta..........

En la imagen de arriba se puede ver un ejemplocaetenido sugerido del archiyo
Leame.txt y que corresponde a este tutorial.
Ademas, el usuario deberd documentar aqui las insicciones especiales que
requiera para la fabricacion de sus tarjetas

Estos son los archivos que debera enviar a MICROEMSIBLE para la
fabricacion de tarjetas de circuito impreso de dold capa, y se encuentran en la
carpeta del Proyecto:

U Demo.GTL Correspondiente al Layer superior (Top)

. Demo.GTO Correspondiente al Layer de Leyenda superior (Top ifk)

o Demo.GTS Correspondiente al Layer de Antisolder superior (T@ Mask)

L Demo.GBL Correspondiente al Layer inferior (Bottom)

J Demo.GBO Correspondiente al Layer de Leyenda inferior (Bottan Silk)

. Demo.GBS Correspondiente al Layer de Antisolder inferior (Bdtom Mask)
J Demo.GKO Correspondiente al Layer de Corte externo de la tgeta(CUT)
J Demo.TXT Correspondiente al archivo de perforaciones (NC D

. Demo.DRL Es una representacion grafica de las perforaciones

. Demo-BoardEdgeRoute. TXT Contiene los ruteos internos de la tarjeta (Milling
. Leame.txt Archivo preparado por el Cliente

Si tiene alguna inquietud, no dude en contactarn@sponemos de
servicio de atencién al cliente en linea o escrilogral correo:
info@microensamble.com www.microensamble.com




